Załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie J711.291.1.102.2020.MK

Nazwa Wykonawcy:

.................................................................................................................................

FORMULARZ  PRZEDMIOTOWO-CENOWY
Zastosowanie
Katedra Chemii Teoretycznej z racji wykonywanych badań naukowych jest w posiadaniu klastra obliczeniowego służącego do testowania nowych, zaprojektowanych rozwiązań obliczeniowych. Klaster ten wymaga ciągłych nakładów finansowych mających na celu utrzymanie jego sprawności 
oraz wydajności. Przeznaczone nakłady finansowe pomogą utrzymać badania na światowym poziomie a jednocześnie skrócą ich czas, 
gdyż już przetestowane rozwiązania są dalej wykonywane na super-komputerach. Problemem jest także możliwość przechowywania otrzymanych danych, których wielkość szacujemy na kilkadziesiąt terabajtów. Podzespoły będą służyły do napraw i rozbudowy nod-ów obliczeniowych będących integralną częścią klastra obliczeniowego znajdującego się w Katedrze. Do szybkiego i sprawnego działania pola siłowego UNRES, niezbędne jest by procesor posiadał wsparcie do technologii (Advanced Vector Extensions) AVX-512. W przypadku pola siłowego AMBER niezbędne jest by karty graficzne wspierały technologię CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture), uniwersalną architekturę procesorów wielordzeniowych zaimplementowaną w karty graficzne. Na wymienionym sprzęcie realizowane jest wiele projektów badawczych realizowanych w Katedrze Chemii Teoretycznej. Jako, że zakupiony sprzęt dołączy do istniejącej infrastruktury musi spełniać warunek kompatybilności (obsługiwać wszystkie wymienione technologie).
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	LP
	Przedmiot zamówienia
	Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 
przedmiotu zamówienia z kolumny B
	ilość szt.
	dokładny typ/model oferowanego 
sprzętu
(part
 number)
	producent oferowanego sprzętu
	cena
jednostkowa netto w PLN (za 1 szt.)
	wartość netto w PLN (kolumna D x kolumna G)
	stawka
podatku VAT
	Kwota podatku VAT

w PLN
	wartość
brutto 
w PLN (kolumna H + kolumna J)

	1
	Procesor klasy x86, ośmioprocesorowy, 

ośmiowątkowy  64 bitowy
	procesor taktowany  zegarem: podstawowym  co najmniej 3.0 GHz, maksymalnym równym lub większym 4.7 GHz, pamięć cache 12Mb, TDP nie przekraczające 65W, procesor musi obsługiwać technologię AVX-512
	5
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	2
	Procesor klasy x86, dziesięcioprocesorowy, dwudziesięciowątkowy,  64 bitowy
	procesor taktowany  zegarem: podstawowym  co najmniej 3.7 GHz, maksymalnym równym lub większym 4.5 GHz, pamięć cache 19Mb, TDP nie przekraczające 165W, procesor musi obsługiwać technologię AVX-512
	5
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	3
	Wentylator CPU podstawka 1155/1156
	regulacja obrotów w zakresie: od 500 do 14000 ±10% RPM, współczynnik TPD co najmniej 220 W, wyposażony co najmniej w 5 rurek cieplnych, kompatybilność do podstawek procesorów typu LGA 1151/1150/1155/1156
	5
	 
	 
	
	 
	%
	
	 

	4
	Płyta główna do procesorów na podstawce LGA2066
	• obsługa procesorów Intel 10 Generacji

• obsługa Multi-GPU, w tym obsługa technologii NVIDIA Quad-GPU SLI

• gniazda pamięci: 8x typu DDR4 z obsługą do 256 GB, 

• technologia obsługująca RAID 0,1,5 i 10
• gniazda rozszerzeń, porty, złącza: 3x PCI-e 3.0 x16, 2x PCI-e, 8x SATA 6Gb/s, 1x złącze M.2 z obsługą nośników typu 2242/2260/2280/22110, 4x USB 3.2 Gen. 1, 2x USB 3.2 Gen.2, port LAN RJ45, Bios ACPI 6.1
• wsparcie dla Windows 10 64-bit

	5
	 
	 
	
	 
	%
	
	 

	5
	Płyta główna do procesorów na podstawce LGA1151
	• obsługa procesorów Intel 8 Generacji
• gniazda pamięci: 2x typu DDR4 2666 MHz z obsługą do 32 GB,
• gniazda rozszerzeń, porty, złącza: 1x PCI-e x16, 2x PCI-e, 6x SATA 6Gb/s, 1x złącze M.2 z obsługą podstawek typu 2242/2260/2280, 2x USB 3.1 Gen.2,  4 x USB 3.1 Gen.1, 6 x USB 2.0, 1x port LAN RJ45, 1 x DVI-D, 1x VGA (D-SUB). Bios ACPI 6.1
• wsparcie dla Windows 10 64-bit
	2
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	6
	Płyta główna do procesorów na podstawce LGA1151
	• obsługa procesorów Intel 8 i 9 Generacji
• gniazda pamięci: 4x typu DDR4 4266 MHz z obsługą do 128 GB,
• gniazda rozszerzeń, porty, złącza: 2x PCI-e 3.0 x16, 4x PCI-e 2.0, 6x SATA 6Gb/s z obsługą Raid 0, 1, 5, 10, 1x złącze M.2 z obsługą podstawek typu 2242/2260/2280, 2x USB 3.1 Gen.2, 8 x USB 3.1 Gen.1, 3 x USB 2.0, 1x port LAN RJ45, 1 x DP, 1x HDMI. Bios ACPI 6.1
• wsparcie dla Windows 10 64-bit
	3
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	7
	Pamięć 16 GB DDR4 2666Mhz  - zestaw
	zestaw dwóch modułów po 8GB DDR4 2666Mhz, Non-ECC CL16, radiator aluminiowy
	20
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	8
	Dysk  półprzewodnikowy typu SSD 512 GB
	• pojemność min. 512 GB obudowa 2,5”, niedopuszczane wykonanie z gniazdem M.2
• odczyt sekwencyjny min. 550 MB/s, zapis sek.: min. 520MB/s
• Random Write 4KB: 80 000 IOPS

Szyfrowanie XTS-AES z 256-bitowym kluczem
• MTBF min. 1.0 mln. godz.,  parametr TBW (ang. Total Bytes Written): min. 300 TB
	10
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	9
	Dysk  półprzewodnikowy typu SSD 960 GB
	• pojemność min. 960 GB obudowa 2,5”, niedopuszczane wykonanie z gniazdem M.2

• odczyt sekwencyjny min. 500 MB/s, zapis sek.: min. 450MB/s
• MTBF min. 1.0 mln. godz.,  parametr TBW (ang. Total Bytes Written): min. 300 TB
	5
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	10
	Dysk twardy 1 TB SATA 3.5”
	HDD minimum 1 TB  SATA 6.0Gb/s , minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 64 MB,  Load/unload Cycles min. 300 tys.
	8
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	11
	Dysk twardy 2 TB SATA 3.5”
	HDD minimum 2 TB  SATA 6.0Gb/s , minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 256 MB,  Load/unload Cycles min. 600 tys.
	8
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	12
	Dysk twardy 3 TB SATA 3.5”
	HDD minimum 3 TB  SATA 6.0Gb/s , minimum 5400 rpm,  pamięć podręczna minimum 256 MB,  Load/unload Cycles min. 600 tys. 
	8
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	13
	Dysk twardy 8 TB SATA 3.5”
	HDD minimum 8 TB SATA 6.0Gb/s , minimum 7200 rpm,  pamięć podręczna minimum 256 MB, 

fabrycznie zaprojektowany do pracy ciągłej 24x7x365 (nielimitowany czas pracy w roku)

MTBF min. 2 mln. godz.

	4
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	14
	Zasilacz ATX 600W
	• zasilacz minimum 600W z wyłącznikiem, zgodny z ATX 12V v2.3
• układ przeciwprzepięciowy, układ regulujący obroty wentylatora
• układ PFC (korekcja współczynnika mocy) działający w trybie aktywnym
• parametr sprawności zasilacza przy 50% obciążeniu i napięciu zasilania 230V musi wynosi co najmniej 80%
• min 2x zasilanie do złącz grafiki PCI Express, nie mniej niż 4x złącza SATA, wentylator 120mm
• niezawodność MTBF minimum 100 tys. godzin
	12
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	15
	Zasilacz ATX 750W
	• zasilacz minimum 750W z wyłącznikiem, zgodny z ATX V12 2.4
• układ przeciwprzepięciowy, układ regulujący obroty wentylatora
• układ PFC (korekcja współczynnika mocy) działający w trybie aktywnym
• min 4x zasilanie do złącz grafiki PCI Express, nie mniej niż 8x złącza SATA, wentylator 135mm
• certyfikat "80 PLUS Bronze"
	12
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	16
	Karta graficzna - akcelerator 3D
	złącze PCI Express 2.0, 2 GB GDDR5 pamięci własnej
• taktowanie rdzenia GPU: min. 950 MHz, taktowanie pamięci min. 5000 MHz
• liczba rdzeni CUDA: min. 192
• wyjścia: 1xDVI, 1x HDMI, 1x D-SUB
• obsługiwane technologie: DirectX 12, OpenGL 4.5
	6
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	17
	Karta graficzna - akcelerator 3D
	złącze PCI Express 3.0, 4 GB GDDR5 pamięci własnej
• taktowanie rdzenia GPU: min. 1400 MHz, taktowanie pamięci min. 7000 MHz
• liczba rdzeni CUDA: min. 768
• wyjścia: 1xDVI, 1x HDMI, 1x Display Port
• obsługiwane technologie: DirectX 12, OpenGL 4.5
	5
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	18
	Karta graficzna - akcelerator 3D
	złącze PCI Express 3.0, 6 GB GDDR5 pamięci własnej
• taktowanie rdzenia GPU: min. 1800 MHz, taktowanie pamięci min. 8000 MHz
• liczba rdzeni CUDA: min. 1408
• wyjścia: 1x HDMI, 3x Display Port
• obsługiwane technologie: DirectX 12, OpenGL 4.5
	4
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	19
	Karta graficzna - akcelerator 3D
	złącze PCI Express 3.0, 8 GB GDDR5 pamięci własnej
• taktowanie rdzenia GPU: min. 1700 MHz, taktowanie pamięci min. 14000 MHz
• liczba rdzeni CUDA: min. 2176
• wyjścia: : 1x HDMI, 3x Display Port
• obsługiwane technologie: DirectX 12, SLI , OpenGL 4.6
	4
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	20
	Obudowa komputerowa ATX typu midi


	• miejsca montażowe na dyski twarde HDD: 3.5” x 2 szt. 2.5” x 3 szt.

• możliwość instalacji karty GPU o długości równej lub większej niż 37 cm
• możliwość instalacji zestawu chłodzenia procesora o wysokości równej lub większej niż 17 cm

• możliwość instalacji 7 karty rozszerzeń

• obudowa nie wyższa niż 46 cm
	1
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	21
	Obudowa komputerowa ATX typu midi


	• miejsca montażowe na dyski twarde HDD: 3.5” x 2 szt. 2.5” x 2 szt.

• możliwość instalacji karty GPU o długości równej lub większej niż 32 cm
• możliwość instalacji zestawu chłodzenia procesora o wysokości równej lub większej niż 16 cm

• możliwość instalacji 7 karty rozszerzeń

• dwa wentylatory 12 cm w zestawie obudowy

• obudowa nie wyższa niż 46 cm

• co najmniej dwa złącza USB 3.1 zamontowane od czoła obudowy


	14
	 
	 
	
	 
	%
	
	

	22
	Razem: 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	Kwotę z wiersza 22 należy przenieść do załącznika nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.


	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	
	
	 
	 
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	…………………………..……………….


	
	
	

	
	
	
	 
	 
	Miejscowość, data

	
	
	   

	
	Uwaga! Zamawiający zastrzega, że wymagane porty, gniazda i złącza nie mogą być osiągnięte przez stosowanie przejściówek i/lub konwerterów.

 




Załącznik nr 1a ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
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